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产品名称 【科普】什么是嵌入式芯片封装存储器（eMCP
）？

公司名称 深圳市启威测标准技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区吉华街道甘李五路1号科伦特研发
楼附属楼101 （启威测实验室）

联系电话 0755-27403650 13631643024

产品详情
ePOP、eMCP ePOP、eMCP 均为 NAND Flash 和 LPDDR二合一的存储器产品，其中 ePOP 广泛应用于对芯片尺寸、功耗有严苛要求的移动智能终端，尤其是智能手表、智能手环、VR眼镜等智能穿戴设备领域，而 eMCP则广泛应用于智能手机、平板电脑等智能终端。

图1 eMCP=eMMC+LPDDR+标准封装

什么是嵌入式芯片封装存储器（eMCP）？

eMCP是结合eMMC和LPDDR封装而成的智慧型手机记忆体标准，与传统的MCP相较之下，eMCP因为有内建的NAND Flash控制晶片，可以减少主晶片运算的负担，并且管理更大容量的快闪记忆体。以外型设计来看，不论是eMCP或是eMMC内嵌式记忆体设计概念，都是为了让智慧型手机的外型厚度更薄，更省空间。uMCP是结合了UFS和LPDDR封装而成的智慧型手机记忆体标准，与eMCP相比,国产的uMCP在性能上更为突出，提供了更高的性能和功率节省。

图2 eMMC=Nand Flash+控制器+标准封装

与传统的MCP相比，eMCP不仅可以提高存储容量，满足手机对大容量的要求，而且内嵌的控制芯片可以减少主CPU运算的负担，从而简化和更好的管理大容量的NAND Flash芯片，并节省手机主板的空间。

eMCP深受低端客户青睐，且仍在中低端手机中广泛应用，主要原因是eMCP具有高集成度的优势，包含eMMC和低功耗DRAM两颗芯片，对于终端厂商而言可以简化手机PCB板的电路设计，缩短出货周期。

其次，eMCP是将eMMC和低功耗DRAM进行封装，这样相较于eMMC和移动DRAM分开采购的价格要低，对于中低端手机而言有利于降低成本，尤其是在前2年NANDFlash和DRAM涨价的时期，更有利交易和议价。
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